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内容概要

本书是SMT教育培训系列教材中关于贴装技术的分册。
贴装技术是SMT关键技术，贴片机是典型的集机、光、电于一体的高技术含量的现代化制造设备。
本书从SMT贴装技术要求出发，阐述了贴片工艺要素，详细剖析了贴片机各种关键技术，通过典型贴
片机，全面介绍了贴片机结构与特点，详细讲述了贴片机选择、使用与维护以及贴装工艺与质量控制
等实用技术，同时还介绍了电子组装前沿——当前几种热门先进组装技术。
    本书可作为电子组装制造及相关行业的技术和职业培训教材，对从事相关技术、生产和应用的工作
者以及设备供应、维护和应用技术人员也有很高的实用价值，同时还可作为普通高校有关专业的教学
参考书。
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章节摘录

　　第1章　贴装技术　　1.1　贴片技术与贴片机　　1.1.1　贴装技术　　贴装技术是表面组装技术
中的必不可少的基本技术之一，是从英文名称“Pick and Place”（拾取和放置）演变而来，因而有些
资料现在仍然称为拾放技术。
贴装技术的英文名称还有“Chip Mounter”（片式元件安装）和“Component Mounter”（元件安装）
，以及“Chip Placement”（片式元件安放）和“Component Placement”（元件安放），与现在通用的
中文名称“贴装技术”或“贴片技术”比较吻合。
　　1.　贴装技术特点　　将物品或机器零部件快速、准确地放置到规定位置，是工业系统中各种制
造和装配常见的一个工序或运行流程。
例如，在半导体集成电路封装中，在半导体封装技术中将已经制造完成的芯片从划片薄膜上取下，放
置到引线框架或封装衬底（基板）上的设定位置上，以便进行下一步引线键合或其他互连工序，称为
装片（Die Attaching），实际也是一种贴装技术。
由于在封装技术中，芯片外形和拾取性能相对变化不大，就装片工序相对于其他复杂而精确度要求很
高的工序来说并不是技术关键，而且装片通常是和键合机组合为一种设备，因而在封装技术中，贴装
的重要性远不如组装技术。
但是这两种贴装技术，工艺要求和设备原理实质上是一样的，只不过封装技术中的装片从设备精确度
到工艺要求都要比组装技术高。
但是近年来，随着高密度高精度组装技术的发展，封装技术和组装技术界线开始模糊，组装技术开始
与封装技术交叉融合，封装级精确度的贴片机开始应用于组装技术。
分别如图（a）和（b）所示。
　　就贴装技术本身的工作原理和要求而言，实际上是相当简单的。
用一定的方式把SMC／SMD（表面贴装元件和表面贴装器件）从它的包装中取出并贴放在印制板的规
定的位置上。
但是在工业系统迄今很少有其他工艺要求可以与SMT中的贴装技术相比。
贴装对象（SMC／SMD）的几何尺寸和形状、表面性质和重量的范围，贴装速度及贴装准确度的要求
，与其工作原理相比是天壤之别。
贴装元器件多样性如图所示。
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编辑推荐

　　校企合作，打造SMT教育培训教材精品　　本书是由业界领先的电子制造装备厂商环球仪器公司
（UIC）与清华-伟创力SMT实验室合作，由高校教师和业界专家共同编写的。
作为世界著名电子制造设备专家，环球仪器公司拥有近九十年电子设备研发和生产经验，在为电子制
造业提供世界一流的贴片机产品和先进技术的同时，关注和支持中国的SMT教育培训，包括技术主管
和博士在内的多名具有丰富专业实践经验的工程师和资深高校教师参加编写，使本书具有浓郁的专业
实践背景和显而易见的实用性。
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